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關於對國家集成電路產業投資基金三期股份有限公司投資的公告

重要內容提示：

• 中國建設銀行股份有限公司（「本行」）近日已簽署《國家集成電路產業投資基金
三期股份有限公司發起人協議》（「《發起人協議》」），擬向國家集成電路產業投
資基金三期股份有限公司（「基金」）出資人民幣215億元（「本次投資」）。

• 本次投資已經本行董事會審議通過，無需提交本行股東大會審議。

• 本次投資已經國家金融監督管理總局批准。

一、本次投資概述

近日，本行與中華人民共和國財政部等19家機構簽署《發起人協議》，擬向基
金出資人民幣215億元，持股比例6.25%，預計自基金註冊成立之日起10年內
實繳到位。

本次投資不屬於本行重大資產重組事項，不構成本行的關聯交易。

本次投資已經本行董事會於2023年11月30日審議通過。議案表決情況：有效
表決票15票，同意15票，反對0票，棄權0票。鑒於本行董事會審議通過上述
議案時，本次投資尚未完成協議簽署，基金尚未設立，存在不確定性，根據
《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第2
號－信息披露事務管理》《中國建設銀行股份有限公司信息披露暫緩與豁免業
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務管理辦法》的有關規定，本行經審慎判斷，決定暫緩披露本次投資，並按相
關規定辦理了暫緩披露的內部登記和審批程序。

本次投資無需提交本行股東大會審議。

本次投資已經國家金融監督管理總局批准。

二、投資標的基本情況

基金由中華人民共和國財政部等19家機構共同出資設立，註冊資本為人民幣
3,440億元，經營範圍包括私募股權投資基金管理、創業投資基金管理服務，
以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動，企業管理諮詢等。
基金旨在引導社會資本加大對集成電路產業的多渠道融資支持，重點投向集
成電路全產業鏈。

三、本次投資對本行的影響

本次投資資金來源為本行自有資金。本次投資是本行結合國家對集成電路產
業發展的重大決策、本行的發展戰略及業務資源作出的重要佈局，是本行服
務實體經濟、推動經濟和社會可持續發展的戰略選擇，是本行踐行大行擔當
的又一大舉措，對於推動本行金融業務發展具有重要意義。

四、本次投資的風險分析

根據《發起人協議》約定，本行應自基金註冊成立之日起10年內按照認購的股
份全額繳納股款，根據《中華人民共和國公司法（2023修訂）》（2024年7月1日實
施）等相關法律法規，上述出資期限安排尚需根據法律法規取得相關部門同
意。

特此公告。

中國建設銀行股份有限公司
董事會

2024年5月27日

於本公告日期，本行的執行董事為張金良先生和紀志宏先生，本行的非執行董事
為邵敏女士、田博先生、夏陽先生、劉芳女士和李璐女士，本行的獨立非執行董
事為鍾嘉年先生、格雷姆•惠勒先生、米歇爾•馬德蘭先生、威廉•科恩先生、梁錦
松先生和詹誠信勛爵。
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